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我々は、次世代のX線天文衛星「FORCE」搭載に向けて、SOI (Silicon On Insulator) 技術を用いたX線ピク
セル検出器「XRPIX」を開発している。XRPIXはトリガ回路を各ピクセルに実装することで、時間分解能 10 µs
を実現する。これは、現行のX線天文衛星で主力検出器として用いられているCCDの時間分解能を大幅に上回っ
ている。また、6 keVのX線に対して 299 eV (FWHM) という分光性能を実現した。現在は、軟X線側の検出感
度・分光性能の向上が主要な開発項目となっている。我々はその第一歩として軟X線の性能評価を行い、本講演
では、その結果について報告する。XRPIXの表面側には回路層、裏面側にはセンサ層が存在するため、軟X線は
回路で吸収されないよう、裏面から入射させる必要がある。加えて、軟X線でもトリガがかかるように、トリガ
回路の閾値を十分に下げる必要がある。しかし、そのトリガ閾値を下げると暗電流やトリガ回路起因のノイズが
支配的になり、検出効率の低下を招くことが分かっている。本研究では、F-Kα (0.68 keV) 、Al-Kα (1.49 keV)
等のX線に対し、トリガ閾値を変化させて検出効率を測定することで、軟X線エネルギーに対するトリガ閾値の
最適値を決定する。さらに、上述の単色X線に対する分光性能 (エネルギー分解能、テール構造など) を調べ、X
線エネルギーやセンサ層内におけるX線吸収位置に対する依存性を考察する。


